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１．概要（Summary） 

MEMS の付加価値を上げるために LSI など異種要

素との集積化に注目が集まっており，昨年度までにお

いて接合技術を活用したウェハレベル集積化/パッケ

ージング技術(WLP)を開発したが，更にコスト優位性

を付与するために，MEMS 加工した LSI を直接プリ

ント基板（PCB）に接合して MEMS としての機能さ

せる新しい手法を提案し，めっき金バンプ平坦化接合

を主とする製造プロセスを確立した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
サーフェースプレーナ 

【実験方法】 
LSI 上にめっき法によるリング形状の金バンプを

形成し，サーフェスプレーナを用いて切削，平坦化後

に，LSI 基板をエッチング加工して薄いダイアフラム

を形成後に，金バンプ上にはんだ接合用のスズメッキ

を行った。接合層を設けたこの LSI をダイサーにより

小片化し，はんだ接合法を用いて PCB 基板に接合し

た（Fig. 1）。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
加圧によるダイアフラム化した LSI の撓みを静電

容量変化として数値化でき，触覚センサとして機能す

ることを確認した。従来のセラミック基板に対して

PCB を接合基板として用いることで，デバイス価格

の著しい低減が可能である。 
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Fig. 1 Process flow 
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